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SOLICITANTE | = espafiol -

RESIDENCIA | Madrid=17.
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O oBiETO | "Dispositivo para protsger léminas o cuerpos de resinas
.termoendurecibles",

Cuyo objeto ss explota por la Casa ACO, .de Andernach
(Alemania).
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La presents patente de introduccidn se refiesre a
un dispositivo para proteger liminas o cuerpos de resinas ter
moendurscibles, por los qus se establece un procesoc para pre-
sarvar de la intemperis las superficiaes exteriores de las re-
sinas termoestables reforzadas, que forman 8sas placas o
cuerpos, como por ejemplo las placas de poliester y Pibras
de vidrio, con lo que se alcanza la ventaja de una mayor du-
racion de tales materialss.

Como es sabido, el procedimiento actual para ob-
tener estas placas reforzadas, consiste en lanzar sobre una
lamina soporte el matsrial termoestable y el refusrzo, rscu-
briendo este éltimo coh una segunda lémina soporte, antes
de introducir el conjunto en sl dispositivo ds polimarizacién
y moldeado.

En sl presente registro, se establsce un dispo-
sitivo ssencialments establecide para desarrollar el siguien-
ts proceso:

- Sebra la lémina sopprte se aplica una pelicu-
la de resina termoestable.

- Se la lleva hasta sl grado convenientes de po=-
limerizacidn.

- Sobre la pelicula as{ rssultante, se aplica
el resto de la resina y al refuerzo, de acuerdo con los pro-
cedimientos conocidos.

- Sa acaba de polimerizar el conjuntoc de ambas
partss, durante un processoc de moldeado y ds polimerizacién,
de modo que al sepagar la lamina soporte, queda todo el

conjunto Intimamente ligado.

Si se desea obtener tal proteccidn sobre ambas
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caras, se debs aplicar la pelicula de resina a las dos laminas]
soporte. Para llevar a cabo este procedimiento se trata de
proteger un dispositivo cuya constitucidén es sumamaente senci-
1la: ssencialmente esti formado por dos circuitos paralslos,
en gue laminas soportss, guiadas por rodillos y por los dispo-
sitivos en que ss realiza la polimsrizacién, adaptan sobrs pe-
licula termoestable la resina y material de refuerzc, teniendo
gl dispositivo una duplicidad de slementos que corresponden all

trabajo por ambas caras.

En la realizacién del procedimiento y dispositivo

-

cuyo procaeso hemos reseffado, caben miltiples modalidades de
ejecucién, tanto por lo cuse se refiere a la sustitucién de laﬁ
primeras materias por otras de resultados o propiedadss equi-
valentes, como la utilizacidn de unos u otros medios y ele-
mentos auxiliares, sin que por tales variacionss, o por las
gue se puedan hacer en detalles del procaeso operatorio, s8
afecte a la esencialidad reivindicada, por lo que las aplica-
ciones que ss8 hagan del procedimienta y dispositivo, con cual+
quiera de esas modificacionss, no ssran sino variantes igual-
mente comprendidas y protegidas por el praesente registro.

En ssta idea, la adjunta figura corresponde uni-
camente a una Porma de ejecucidn del dispositivo, sin carac-
ter alguno limitativo, que se presenta a titulo de ejemplo de
realizacidén para concretar cuanto se dice en ssta memoria.

La lamina ilustra sl esquema del dispositivo.

Con referencia a dicha figura y a los nimeros
que sobre ella designan las partes y detallss del esquema re-

presentado, que interesan a los fines de esta memoria, la

descripeidn del dispositivo y proceso operatorio es como sigups
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La lémina soports 1 ss arrastrada en la direc-
cién A-B por medio del rodille 2, y por cualquier método cono-
cido se la aplica en 3 una pelicula ds resina termoestable, l%
cual ss polimerizada hasta el gradoc canveniente en 4. Sobre
asta pelfcula, ss opera normalmente de acusrdo con los métodog
ya clésicos, adicionando resina y material de refuerzo 5, los
cuales sonh a su vez polimerizados y moldeados conjuntamente
en 6. Después se separa la lamina soporte del cusrpo asi mol-
deado.

Si se desea proteger ambas caras, el modo de ope-
rar es sl siguisnte: por una de sllas se procsde de acuerdo
con lo quse acaba de indicarse, hasta la adicién del refusrzo
5. Entonces, para la otra cara, se dirige otra limina sopor=-
te 7, por medio del rodillo directriz 10, en la dirsccidn A-B|
cuya lémina gs trata igual que la anterior, aplicandc una ps-
1fcula de resina termoestable 8, que se polimeriza en 9, has-
ta sl grado dessado. Se dirigen la lamina y pelicula, por me-
dio de dicho rodillc 10, a cubrir la resina, y el material de
refusfzo 5. Posteriormente se polimeriza y moldean conjunta-
mente on 6 y se separan las laminas soportes, dejando el pro-

ducto terminado y debidamente protegido por ambas caras.

N O T A

La presente patents de introduccién, comprsnds

las siguientes reivindicacionss:
1.~ Dispositivo para proteger laminas o cusrpos.

de resinas termosndurecibles, caracterizado porqus esté asen=

cialmente constituido por dos circuitos paralelos, formados
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por series de slamentos analogos, sn las qus las léminas SQ=
portes, van guiadas por rodillos y por los dispositivos en
que al paso de las mismas se realiza su polimerizacién por ung
y otra cara, en cada una de cuyas partes dsl circuito se adap-
ta, sobre la cara correspondients de la pelgcula termoestabls,
la resina y material de refuerzo, terminando ambos haciendo pd=-
sar a la cinta por su anverso y reverso, por un dispositivo d]
polimerizacidn y moldeado conjuntos.

4.~ "Dispositivo para proteger laminas o cuerpos
de resinas termoendursciblas",

Segﬁn se dascriﬁe y reivindica en la presente me-
moria descriptiva, la cual ss ilustra en los dibujos adjuntos,
y que consta de cuatro hojas foliadas y sscritas a maquina poj
una sola de sus caras.

Madrid, a
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